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IMTF 系列 

■特点 

  〇使用饱和磁通密度高的磁性材料，实现电源电路中良好直流重叠特性。 

〇贴片式产品形状和端子结构，实现焊盘布局通用性和稳定性。 

〇采用闭合磁路结构，控制最小磁通量损失。 

 

■用途 

  〇智能手机、平板、SSD、DVC、DSC、VR、手环、手表、微电源模块等。 

 

■产品命名方法 

例： 

IMTF 252010 S R47 M C T A 00 

                     

类别 L x W x H 尺寸 系列代码 电感值 电感值公差 应用领域 包装方式 电极类型 内部代码 

 

■电气特性规格表 

IMTF252010S-A 系列 

规格型号 
L 

(uH) 
公差 

测试

频率 

直流电阻

DCR(mΩ) 
饱和电流*Isat(A) 温升电流*Itemp(A) 

状态 

(MHz) typ max typ max typ max 

IMTF252010SR24MCTA□□ 0.24 ±20% 1 12.0  15.0  7.9  7.3  6.6  6.1  MP 

IMTF252010SR33MCTA□□ 0.33 ±20% 1 15.0  18.0  7.2  6.6  6.0  5.5  MP 

IMTF252010SR47MCTA□□ 0.47 ±20% 1 18.0  22.0  6.5  6.0  5.4  5.0  MP 

IMTF252010S1R0MCTA□□ 1.0 ±20% 1 37.0  44.0  4.9  4.5  4.3  4.0  MP 

IMTF252010S2R2MCTA□□ 2.2 ±20% 1 96.0  110.0  2.8  2.6  2.6  2.4  MP 

 

*  额定电流：Isat 和 Itemp 中较小的值。 

   Isat：L 值比初始降低 30%程度时的电流值。 

 Itemp：基于产品本身发热温度上升 40℃时的电流值。 

   如有需求，请联系我们了解额定电流和产品温度特性 

测试设备 

测试项目 型号 厂商 

L E4990A Keysight Technologies 

DCR Digital Milliohm Meter  

额定电流 Isat&Itemp E4990A+DC BIAS 40A Keysight Technologies 

＊ 可能使用同等设备。 

■温度范围、产品单重 

工作温度范围* 保存温度范围** 产品单重 

-40 to +125 ℃ -40 to +125℃ 30 mg 

  工作温度范围包括产品自身温升。    保存温度范围以固定在基板后为准。  
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IMTF252010S-A 系列 

■L 频率特性 

 
■电感直流重叠特性 
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IMTF 系列 

■可靠性测试   

No. 项目 实验标准 判定条件 

1 焊锡附着 

实验 

SA4H，93±3℃（蒸汽老化） 

使用助焊剂侵泡 5~10s 

浸锡 245℃±5℃ 制品放置于槽中 2~3sec  

需 95%以上附着锡、无脱离 

无外观异常 

2 耐焊性 

实验 

预热条件：180℃±10/180S±5  

浸锡 260℃±5℃ 制品放置于槽中 10±0.5sec    

无外观异常 

无开路、短路发生。 

△L/L≦± 10% 

3 机械振动 

实验 

振幅：1.5mm（但加速度不能超过 10G） 

频率&时间：10Hz to 2000Hz to 10Hz，20min/cycle 

时循环次数：12 个循环/轴向(X,Y,Z)，共 36 个 

无外观异常 

无开路、短路发生。 

△L/L≦± 10% 

 

4 机械冲击 

实验 

条件：峰值加速度 100G，半正玄波， 

脉冲时长：6ms， 

速度变化：3.75m/s 

X/Y/Z 每个轴向 3 次，共 18 次 

无外观异常 

无开路、短路发生。 

△L/L≦± 10% 

 

5 高温运行 温度：85±2℃ 

时间：1000h±12h（500h±12h ）  

施加电流：通额定电流 

常温常湿中放置 2H 后测试，且需在 24±4 小时内完成测试 

无外观异常 

无开路、短路发生。 

△L/L≦± 10%, 

% 

6 热冲击 

实验 

每 Cycle：-40±3℃,30min-->RT,1min 以内-->125±2℃,30min，共

100Cycle 

常温常湿中放置 2H 后测试，且需在 24±4 小时内完成测试 

无外观异常 

无开路、短路发生。 

△L/L≦± 10%, 

 

7 耐高温储存 125±2℃常湿条件下，500h±12h 

常温常湿中放置 2H 后测试，且需在 24±4 小时内完成测试 

无外观异常 

无开路、短路发生。 

△L/L≦± 10% 

 

8 耐低温储存 -40±2℃条件下放置，500h±12h 

常温常湿中放置 2H 后测试，且需在 24±4 小时内完成测试 

无外观异常 

无开路、短路发生。 

△L/L≦± 10% 

 

9 高温高湿储存 85±2 ℃ 85%RH 条件下，500h±12h 

常温常湿中放置 2H 后测试，且需在 24±4 小时内完成测试 

无外观异常 

无开路、短路发生。 

△L/L≦± 10% 

 

10 盐雾实验 盐溶液要求:氯化钠和蒸馏水或者去离子水配置，质量百分比 5%，

PH 值应在 6.5~7.2 之间（35℃） 

实验温度:35±2℃ 

实验持续时间:24H 

试验前后，不得对试件进行清洗 

无外观异常 

无开路、短路发生。 

△L/L≦± 10% 
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No. 项目 实验标准 判定条件 

11 基板弯曲 将試料放在基板上焊锡, 按照箭头方向加压, 

直到弯曲量变为约 3mm, 保持 30 秒 

 

 

无外观异常 

无开路、短路发生。 

△L/L≦± 10% 

 

12 自由跌落 配重块 250±20g 

1m 高处跌落在于光滑混凝土地面上，共 10 次 

无外观异常 

无开路、短路发生。 

△L/L≦± 10% 

13 包装跌落 1m 高处跌落在水泥地板，6 面 3 棱 1 角各 1 次 外包装箱无变形，破损 

内箱无变形，破损 

卷轴无变形，破损，无胶膜

脱落 

14 运输振动 试验条件：将产品包装箱固定好在振动平台上，试验参数按如下条

件设置 

 

 

 

 

 

外包装箱无变形，破损 

内箱无变形，破损 

卷轴无变形，破损，无胶膜

脱落 

15 过回流焊测试 基板 Reflow 3 次   

 

 

无外观异常 

无开路、短路发生。 

△L/L≦± 10% 

16 电极强度 使用规定的加压夹具（参照图 1）在样品侧面用 0.5mm/sec 施加。 

记录最大推力值 

＞10N 

 

 

 

 

 

 

 

17 耐溶剂实验 1 1.99.5% IPA 溶剂弯曲浸泡 

2.放置 300s±5s 

3.取出产品后自然干燥 

产品表面油漆擦拭无脱落 
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IMTF252010-A 系列 

■形状 & 尺寸                                ■推荐焊盘布局 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■包装形式               

 

                                        

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

包装数量 

 

 

Type A0 B0 K t 

IMTF252010XXX 2.39±0.1 3.0±0.1 1.15±0.1 0.22±0.05 

包装数量 3000 pcs/卷 
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■推荐回流焊温度曲线 
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安全注意事项 

使用本产品时，请注意安全设计事项. 

  注意 

〇保存时间为 12 个月以内，保存条件（温度 5~40℃、湿度 20~75%RH 以下）。 

  若超过保存时间，端子电极的可焊性将可能老化。 

〇请勿在气体腐蚀环境（盐、酸、碱等）下使用和保管。 

〇在实施焊接前，请务必进行预热。 

  预热温度与焊接温度及芯片温度的温差要在 150°C 以内。 

〇封装后的焊接修正应在规格书规定的条件范围内。 

  若加热过度可能导致短路、性能降低、寿命减少。 

〇将安装了芯片的印刷电路组装到装置时，请注意不要因印刷电路整体变形或紧固部位等局部变形而给芯片施加 

残余应力。 

〇装置会因通电而自我发热（温度上升），因此在热设计方面需留有充分的余地。 

〇非磁屏蔽型在基板设计时需注意配置线圈。 

  受到电磁干扰可能会导致误动作。 

〇由于人体所带的静电会传到接地线上，因此请使用防静电腕带。 

〇请勿将本产品靠近磁铁或带有磁力的物体。 

〇请在产品规格书规定的范围内使用。 

〇本产品目录中记载的产品是指在通用标准用途意义上使用于一般电子设备 （AV 设备，通信设备，家电产品， 

娱乐设备，计算机设备， 个人设备，办公设备，计测设备，工业机器人），并且该一般电子设备要在通常的操 

作和使用方法下使用。 对于需要高度安全性和可靠性的，或者设备的故障，误动作，运转不良可能会给人的生 

命，身体及财产等造成损害，以及有可能产生莫 大社会影响的以下用途 （以下称 ‘ 特定用途 ’）中的适用性， 

性能发挥，品质，本公司不予保证。 客户预定在本产品目录的范围，条件之外，或者在特定用途中使用时， 

请事先咨询本公司相关部门。本公司会配合客户需求，一起协商 不同于本产品目录中所记载的使用用途。 

 

(1) 航空，航天设备 

  (2) 运输设备（汽车，电车，船舶等） 

  (3) 医疗设备 

  (4) 发电控制设备 

  (5) 核动力相关设备  

  (6) 海底设备 

  (7) 交通工具控制设备 

  (8) 公共性的高度信息处理设备 

  (9) 军用设备 

  (10) 电热用品，燃烧设备 

  (11) 防灾防盗设备 

  (12) 安全设备 

  (13) 其他被认定为特定用途 

此外，对使用本产品目录中所记载产品的设备进行设计时，请确保符合该设备的使用用途及状态的保护回路和装置， 

并设置备用回路等。 
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